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Abstract (en)
[origin: WO8201684A1] A method and product produced thereby of bonding insulation board to a substrate. The method comprises applying by
spraying a layer of an adhesive (which may be foamed by water or a fluorocarbon) to a substrate, positioning the insulation board on the substrate
in the desired position prior to curing the adhesive followed by curing the adhesive. The adhesive consists of a heated mixture of a polyurethane
adhesive and an isocyanate curing catalyst which are admixed at substantially equal viscosities in a proportion to permit curing the adhesive at a
temperature of less than 140`F. The insulation board is positioned on the adhesive preferably from about one to about ten minutes after spraying the
adhesive layer onto the surface of the substrate.

Abstract (fr)
Procede et produit obtenu par ce procede de liaison d'une plaque isolante sur un substrat. Le procede consiste a appliquer par atomisation une
couche d'un adhesif (qui peut etre mousse par de l'eau ou un fluorocarbure) sur un substrat, positionner la plaque isolante sur le substrat dans la
position desiree avant la polymerisation de l'adhesif, et polymeriser l'adhesif. L'adhesif consiste en un melange chauffe d'un adhesif de polyuretane
et d'un catalyseur de polymerisation d'isocyanate qui sont melanges avec des viscosites sensiblement identiques en une proportion permettant la
polymerisation de l'adhesif a une temperature inferieure a 140 F. La plaque isolante est positionnee sur l'adhesif pendant un temps compris entre
une et dix minutes environ apres atomisation de la couche adhesive sur la surface du substrat.
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